
































































2 ）　半導体産業新聞『図解 半導体業界ハンドブックVer. 2 』東洋経済新報社，2008年，文部科学省「平成20






























































3）　2001年 6 月，米国サンノゼ市の企業訪問の際のインタビューと2004年 7 月から 8月まで，台湾新竹市の企
業を視察の際の資料から作成した。
4）　台湾積体電路製造公司（TSMC： Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited）世界最大級
の半導体製造ファンドリーである。台湾の新竹市の新竹サイエンスパークにその本社がある。　
図表 3　ファブレス／ファンドリー企業の推移


















































































































































す。 また，広義の意味として，組み込みシステム製品の主要な機能の多くを 1チップに集積したASIC を指
すこともある。開発メーカーは民生分野の大量生産品で，情報家電などの複雑なシステムの開発において，






































































































順位 2006年 2007年 シェア 前年比成長率
1 メガチップス 332 417 37％ 26％
2 シチズン電子 364 343 31％ －6％
3 トレックス・セミコンダクター 131 145 13％ 11％
4 ザインエレクトロニクス 158 110 10％ －30％
5 アクセル 60 95 9％ 58％
6 アイビーフレックス 2 4 0％ 100％
合計 1, 047 1, 114 100％ 6％
出典：ガートナー （2008年 5 月） 





































































10）　OEM ：Original Equipment Manufacturer　相手先のブランド名で製造することをOEM，設計から製造
までを手がけることをODMと呼ぶ。OEMでは製造する製品の仕様や設計を相手先が決定するが，ODMで
は設計から製品開発を行う点が異なる。






















































































































・ASIC：Application Specific Integrated Circuit（ある特定の用途のために設計，製造される集積回路）
・ASSP：Application Specific Standard Product（特定用途向け標準 LSI）
・CMOS：Complementary Metal-Oxide-Semiconductor （相補型金属酸化膜半導体）
・FPGA/PLD ： Field Programmable Gate Array/Programmable Logic Device （プログラム可能な半導
体デバイス）
・IDM：Integrated Device Manufacturer （垂直統合型 LSI メーカー）
・IP：Intellectual Property（知的財産）
・JEITA：Japan Electronics and Information Technology Industries Association（社団法人 電子情報
技術産業協会）
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